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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
标记

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期。
2、验收等级
	印制板种类
	民品/军品（地面）
	上天件（航空件）
	宇航级（航天件）

	刚性板
	单面/双面板
	GJB362C-2021
	QJ201B-2012
	QJ201B-2012+宇航级

	
	多层板
	
	QJ831B-2011
	QJ831B-2011+宇航级

	刚挠板/挠性板
	GJB7548A-2021
	GJB7548A-2021+宇航级


3、特殊器件（CCGA、CBGA、3DBGA）

客户在加工要求中提供位号，如未明确请问客确认，（预审在预审指示单上明确焊盘间距）：
1）焊盘1.0间距：焊盘直径设计值应为0.7mm，焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.67mm；
焊盘1.27间距：焊盘直径设计值应为0.78mm-0.8mm,焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.75mm。
4、压接电连接器的焊盘
涉及压接电连接器的焊盘（客户会在加工要求中说明位号）：孔铜单点＞35um，平均＞45um压接器件。
5、翘曲度
特殊器件板或压接电连接器板或含有贴片的印制板翘曲度≤0.5%，其余按0.75%控制，同时弓曲扭曲高度＜1.5mm。
6、厚径比
BGA、CCGA区域厚径比≤10：1；其他区域≤7：1，超出要求时需EQ确认。
7、表面工艺
除部分涉及键合或金手指设计的印制板需要镀金，其余表面处理为有铅喷锡。当有要求其他表面处理（如化金）EQ与客户沟通修改表面工艺。

宇航级产品共用部分：

报告要求
金相切片检测报告

过孔工艺
成品孔径φ≤0.55mm过孔阻焊塞孔，阻焊塞孔深度≥75%，φ＞0.55mm过孔开窗喷铅锡。

厚径比（PCB板厚：钻孔直径）≥7:1或钻孔孔径≤0.3mm，采用树脂塞孔，采用树脂塞孔时CAP和WRAP铜厚度及其延伸长度按标准（12um，25um），不满足时EQ与客户确认。
厚铜板（内层设计存在≥2Oz铜）选材：
不允许使用7628 P片；P片优选顺序：106＞1080＞2116；P片胶含量≥50%；层间P片≥2张。

间距
外层间距不足0.13mm、内层间距不足0.1mm的，EQ与客户确认间距不满足QJ标准要求

宇航级产品MI部分：
1、通断测试：测试电压：250V，绝缘电阻：100MΩ；开路电阻2Ω

2、钻孔工步备注：φ0.5mm以下过孔，采用新刀，寿命≤1000次。
3、喷锡工步备注：喷锡返工≤1次，过孔不允许藏锡珠。BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其余焊盘≥1um；大锡面覆盖可焊接。
4、功能测量备注：孔壁粗糙度≤30um，不允许单点无铜和柱状结晶；盖覆铜凹陷凸起50um以内。BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其余焊盘≥1um；大锡面覆盖可焊接。
5、刚挠板点胶：宽度≤1.5mm。
预审部分： 

CAM部分： 

MI部分： 

1、特殊器件

预审指示单注明焊盘1.0间距或焊盘1.27间距，在外层蚀刻、外层AOI、功能检查工步按如下对应关系在工艺备注中备注要求
1）焊盘1.0间距：焊盘直径设计值应为0.7mm，焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.67mm；
2）焊盘1.27间距：焊盘直径设计值应为0.78mm-0.8mm,焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.75mm。

2、压接孔
当板内有压接孔时，功能检查备注：需提供孔壁镀层厚度检测报告或数据（包含平均值、单点最小值）
